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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第７部門第２区分
【発行日】平成29年12月7日(2017.12.7)

【公開番号】特開2015-130484(P2015-130484A)
【公開日】平成27年7月16日(2015.7.16)
【年通号数】公開・登録公報2015-045
【出願番号】特願2014-226595(P2014-226595)
【国際特許分類】
   Ｈ０５Ｋ   9/00     (2006.01)
   Ｂ３２Ｂ   7/02     (2006.01)
   Ｈ０５Ｋ   7/20     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｈ０５Ｋ    9/00     　　　Ｒ
   Ｂ３２Ｂ    7/02     １０４　
   Ｈ０５Ｋ    9/00     　　　Ｗ
   Ｈ０５Ｋ    9/00     　　　Ｔ
   Ｈ０５Ｋ    7/20     　　　Ｆ

【手続補正書】
【提出日】平成29年10月30日(2017.10.30)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　実装面を備える配線基板と、該配線基板の前記実装面上に実装された複数の電子部品と
を備える電子基板、
　該電子基板に積層されるシート材であって、前記シート材は、導電性を備えるシート状
の基材と、該基材の前記電子基板側に設けられ、少なくとも１つの前記電子部品を包含す
るサイズを備える少なくとも１つの絶縁層とを備えるシート材、及び
　該シート材の前記基材を前記電子基板に接地するとともに、前記シート材と前記電子基
板とを固定するグランド部を有し、
　前記基材は、硬化性樹脂の硬化物と、該硬化物に分散された導電性粒子とを含み、
　前記基材が前記グランド部に直接接合していることを特徴とする電子素子。
【請求項２】
　前記グランド部は、前記配線基板の前記実装面側に設けられたグランド配線を含み、
　前記絶縁層は、平面視で前記基材よりも小さいサイズを備え、
　前記基材は、前記絶縁層から露出する露出領域が、前記グランド配線に接合している請
求項１に記載の電子素子。
【請求項３】
　前記配線基板の前記実装面は、前記グランド配線により区画され、所定の前記電子部品
を実装する複数の実装領域を備え、
　前記少なくとも１つの絶縁層は、前記各実装領域に対応して設けられる絶縁層を含む請
求項２に記載の電子素子。
【請求項４】
　前記基材は、前記硬化性樹脂の硬化物と前記導電性粒子とを含む本体部と、該本体部と
接触して設けられた金属膜とを備える請求項１ないし３のいずれかに記載の電子素子。
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【請求項５】
　前記基材は、前記絶縁層に接触して設けられ、第１の導電性粒子を含有する第１の部分
と、該第１の部分の前記絶縁層と反対側に設けられ、前記第１の導電性粒子の前記第１の
部分中の含有量より多い量で第２の導電性粒子を含有する第２の部分とを有する請求項１
ないし４のいずれかに記載の電子素子。
【請求項６】
　前記絶縁層は、樹脂と、該樹脂に分散され、前記樹脂の熱伝導率よりも熱伝導率の高い
熱伝導性粒子とを含む請求項１ないし５のいずれかに記載の電子素子。
【請求項７】
　さらに、前記基材の前記電子基板と反対側に設けられ、前記基材を保護する機能を備え
る保護層を有する請求項１ないし６のいずれかに記載の電子素子。
【請求項８】
　前記シート材は、さらに、前記基材の縁部の電子基板側に、前記絶縁層と分離して設け
られた少なくとも１つの絶縁部を有する請求項１ないし７のいずれかに記載の電子素子。
【請求項９】
　前記シート材の前記絶縁部が設けられた部分は、前記電子基板から前記シート材を分離
する際に把持する把持部を構成する請求項８に記載の電子素子。
【請求項１０】
　前記絶縁層の平均厚さは、前記基材の平均厚さを１００としたときに、５０～２００の
割合である、請求項１～９のいずれかに記載の電子素子。
【請求項１１】
　実装面を備える配線基板、及び該配線基板の前記実装面上に実装された複数の電子部品
を備える電子基板に積層されるシート材であって、前記シート材は、グランド部を介して
前記電子基板に固定するようにして使用され、
　当該シート材を前記電子基板に積層した状態で、前記グランド部に接触する導電性を備
えるシート状の基材、及び
　当該シート材を前記電子基板に積層した状態で、前記基材の前記電子基板側に位置し、
少なくとも１つの前記電子部品を包含するサイズを備える少なくとも１つの絶縁層を有し
、
　前記基材は、硬化性樹脂の硬化物と、該硬化物に分散された導電性粒子とを含み、
　前記基材が前記グランド部に直接接合されることを特徴とするシート材。
【請求項１２】
　前記基材は、前記絶縁層に接触して設けられ、粘着性を備える第１の部分と、該第１の
部分の前記絶縁層と反対側に設けられた第２の部分とを有する請求項１１に記載のシート
材。
【請求項１３】
　前記第１の部分は、第１の樹脂と、該第１の樹脂に分散された第１の導電性粒子とを含
有し、前記第２の部分は、第２の樹脂と、該第２の樹脂に前記第１の導電性粒子の前記第
１の部分中の含有量より多い量で分散された第２の導電性粒子とを含有する請求項１２に
記載のシート材。
【請求項１４】
　前記第１の導電性粒子の前記第１の部分中の含有量は、前記第１の樹脂１００重量部に
対して１～１００重量部である請求項１３に記載のシート材。
【請求項１５】
　前記第２の導電性粒子の前記第２の部分中の含有量は、前記第２の樹脂１００重量部に
対して１００～１５００重量部である請求項１３または１４に記載のシート材。
【請求項１６】
　前記第１の導電性粒子の形状と、前記第２の導電性粒子の形状とが異なる請求項１３な
いし１５のいずれかに記載のシート材。
【請求項１７】
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　前記第１の導電性粒子の形状は、樹枝状または球状である請求項１３ないし１６のいず
れかに記載のシート材。
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